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摘要(译)

用于装接声学元件到集成电路的系统包括多种连接压电陶瓷或者微加工
的超声换能器(MUT)元件到集成电路(IC)的方法，从而通过结合IC中的信
号来减少将声学元件连接到IC所需的导体数量。在发明的另一方面，换
能器元件包括一导电的声学层，声波层包含一衬垫层和/或一连接到IC的
去匹配层。
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